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® Vorrichtung zur Aufnahme, Halterung und Positionierung eines Wafers zum Zwecke einer elektronischen 
Qualitatsprufung 

(§) Eine Vorrichtung (30) ermoglicht eine Aufnahme, Halte- 
rung und Positionierung eines Wafers zum Zwecke einer 

elektronischen Qualitatsprufung des eine Vielzahl von inte- 

grierten Schaltkreisen anthaltenden Wafers mitteis einer 

Prufelnrichtung. Die Vorrichtung (30) umfeSt eine Steue- 

rungselnrichtung (38), eine Ladeeinrichtung (34) zur Aufnah- 

me von mehreren, insbesondere des aktuell zu prufenden 

Wafers, und elnen in drei Dimensionen und vorzugsweise 

mit verschiedenen Kippwinkeln veretellbaren Justiertiach 

(32) zur Einstellung der Prufposition des Wafers, die von 

einer Oberwachungseinrlchtung (15) kontrollierbar Ist. Der 

Justierttsch (32) weist eine im wesentlichen vertikal ange- 

ordnete, verfahrbare und verkippbare Anlageflache. (31) auf, 

an der der Wafer in der Prufpositon aniiegt und durch eine 
^ Halteeinrichtung (35) gahaltert ist. Am Rand der Anlagefla- 
che (31) sind verschiebbare und Teile des Wafers umgreifen- 
^J" de Klammem zur zusatzlichen Halterung und/oder Siche- 
CO rung das Wafers vorgesehen. Die Vorrichtung (30) weist eine 
P*"* geringere BaugroBe und ein geringeres Gewicht auf. Der 
f"^ Wafer kann einfach und erschutterungsfrei derart gehaltert 
CO werden, daB die integrierten Schaltkreise ohne groSen 
Lf5 Manipulatoraufwand mit der Prufeinrichtung konnektiert 

werden konnen. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung 
zur Aufnahme, Halterung und Positionierung eines Wa- 
fers zum Zwecke einer elektronischen Qualitatsprufung 
des eine Vielzahl von integrierten Schaltkreisen enthal- 
tenden Wafers mittels einer Prufeinrichtung, mit einer 
Steuerungseinrichtung, einer Ladeeinrichtung zur Auf- 
nahme von mehreren, insbesondere des aktuell zu prii- 
fenden Wafers, und einem in drei Dimensionen und vor- 
zugsweise mit verschiedenen Kippwinkeln verstellba- 
ren Justiertisch zur Einstellung der Prufposition des Wa- 
fers, die von einer Oberwachungseinrichtung kontrol- 
lierbar ist. 

Eine derartige Vorrichtung ist durch den Prospekt 
"Wafer Probing Machine, A-PM-90A" der Firma Tokyo 
Seimitsu Co., Ltd., Tokyo (Japan) aus dem Jahre 1992 
bekannt 

Bei der Herstellung von integrierten Schaltkreisen 
(IC's) werden Silizium-Einkristalle von extrem groBem 
Durchmesser gezogen. Diesen Einkristall schneidet man 
in hauchdiinne Scheiben von 4" bis 8" GroBe und po- 
liert sie anschlieBend. Die fertigen Scheiben werden 
Wafer genannt und sind meist so glatt, daB ihre Oberfla- 
che nur Unebenheiteri von weniger als 1 nm aufweist 
AnschlieBend werden einzelne Bereiche des Wafers, 
Rechtecke von wenigen Millimetern GroBe, zu inte- 
grierten Schaltkreisen bzw. elektronischen Bauelemen- 
ten ausgebildet Dazu sind mehrere Verfahrensschritte 
notwendig, die beispielsweise die Reinigung der Halb- 
leiteroberflache, die Aufbringung eines photoresisten- 
ten Polymerfilms, die Einpragung des IC-Musters mit 
ultraviolettem Licht oder Elektronenstrahlen, die Ent- 
fernung unerwiinschter Bereiche durch eine Atzung und 
die Dotierung genau festgeiegter Zonen der hochreinen 
Siliziumoberflache umfassen. In einem letzten Verfah- 
rensschritt beschichtet man den praparierten Wafer mit 
einer Reihe verschiedener Metalle und Legierungen, die 
die einzelnen Leiterbahnen bilden. 

Wenn samtliche Verfahrensschritte abgeschlossen 
sind und eine Prufung der einzelnen integrierten Schalt- 
kreise mit Hilfe der Vorrichtung zur Aufnahme, Halte- 
rung und Positionierung des Wafers und der daran an- 
schlieBbaren Prufeinrichtung durchgefuhrt wurde, wird 
der Wafer in einzelne Chips geschnitten, von denen je- 
der bis zu mehreren Millionen Transistoren (fiir Spei- 
cheranwendungen) enthalten kann. Die Chips befestigt 
man anschlieBend auf keramischen Tragern. Haufig 
wird auch das fertig montierte Siliziumplattchen samt 
Gehause und Anschlussen als Chip bezeichnet 

Die Miniaturisierung elektronischer Bauelemente ist 
in den Jahren ab 1960 mit bemerkenswerter Geschwin- 
digkeit vorangeschritten. Mit zunehmender Verkleine- 
rung der Transistoren nahm die Anzahl der auf einem 
Chip untergebrachten Bauelemente zu. Zukiinftige ul- 
trahochintegrierte (UHSI) Schaltkreise weisen eine 
BaugroBe der einzelnen Bauelemente von 10 nm bis zu 
0,lu,mauf. 

Durch die Miniaturisierung der integrierten Schalt- 
kreise werden auch die Anforderungen an die Vorrich- 
tung zur Aufnahme, Halterung und Positionierung des 
Wafers bestimmt. Die Vorrichtung ermoglicht es, Wafer 
vollautomatisch aus Kassetten zu laden und auf dem 
Justiertisch exakt zu positionieren. AnschlieBend wer- 
den die einzelnen integrierten Schaltkreise des Wafers 
mit einer sogenannten Nadelkarte, die Teil der Prufein- 
richtung ist, kontaktiert Auf diese Weise ist es moglich, 
die einzelnen integrierten Schaltkreise nacheinander 
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oder nach vorgegebenen Sequenzen mit der Nadelkarxc: 
zu verbinden und auf. ihre Funktionsfahigkeit zu prufen. 
Die Detailprobiematik der exakten Positionierung der 
Nadeln auf dem zugeordneten Schaltkreis ist beispiels- 
5 weise in dem Artikel "New Automated Prober Suppor •. 
for High Pincount Test Heads" von T. Roland Frederik- 
sen und David Grano in den Proceedings zur 1988 Inter- 
national Test Conference, Seiten 615 bis 620, beschrie- 
ben. 

10 Im Zusammenhang mit den immer kleineren Dimen- 
sionen der heutigen Bauelemente wird beispielsweise 
die isolierende Oxidschicht eines Feldeffekttransistorb 
immer dunner, so daB Elektronen, die das Gate schalten 
sollen, diese Schicht in einem TunnelprozeB durchdrin- 

15 gen konnen und das darunterliegende Siliziumsubstrat 
erreichen. Ein derartiger Transistor ist dann "leek" und 
weist eine geringere Leistungsfahigkeit auf. Eine andere 
Komplikation kann entstehen, wenn ein einziger inte- 
grierter Schaltkreis eine so groBe Anzahl von Bauele- 

20 menten tragt, daB es zur "Elektromigration" kommen 
kann. Durch die Wanderung der Elektronen in den Lei- 
terbahnen des integrierten Schaltkreises entstehen da- 
bei extrem hohe Stromdichten, die zu Materialschadi- 
gungen (RiB- und Lochbildungen) der Leiterbahnen fuh- 

25 ren konnen. Die Stromdichten in integrierten Schalt- 
kreisen sind mi thin so groB, daB sie tatsachlich einen 
Materialtransport entlang der metallenen Leiterbahnen 
bewirken konnen. Dieser ProzeB kann schlieBIich den 
totalen Zusammenbruch des integrierten Schaltkreises 

30 bewirken. 

Damit diese moglichen Fehler der integrierten Schalt- 
kreise gefunden werden konnen, miissen die extrem mi- 
niaturisierten Leiterbahnen mit Kontakten der Nadel- 
karte versehen werden konnen, urn die integrierten 

35 Schaltkreise zu testers Dabei ist eine hohe Genauigkeit 
(Wiederholbarkeit > 5 u.m, Auflosung < 1 u.m) und ei- 
ne Abtastung mit moglichst hoher Geschwindigkeit not- 
wendig. Die Oberwachungseinrichtung der Position des 
Wafers muB ebenfalis eine hohe Auflosung besitzen, die 

40 mit einer hohen Geschwindigkeit der Bildverarbeitung 
kombiniert werden muB. 

Daher ist die Vorrichtung zur Aufnahme, Halterung 
und Positionierung eines Wafers zum Zwecke einer 
elektronischen Qualitatsprufung stabil und mit einem 

45 erschiitterungsfreien Justiertisch ausgebildet, der eine 
horizontale Auflageflache fiir den zu testenden Wafern 
aufweist Nachteiiigerweise weist die bekannte Vorrich- 
tung einerseits ein hohes Gewicht und andererseits eine 
groBe Bauhohe, insbesondere Tief e, auf. 

50 Wenn ein auf den bekannten Justiertisch aufgelegter 
Wafer getestet werden soli, werden die integrierten 
Schaltkreise von einem Prufkopf, der beispielsweise die 
oben beschriebene Nadelkarte tragt, kontaktiert und 
mit der Prufeinrichtung verbunden. Da der Prufkopf der 

55 Prufeinrichtung in vertikaler Richtung auf den Justier- 
tisch hin bewegt werden muB und ebenfalis ein hohes 
Gewicht aufweist, ist bei der bekannten Prufeinrichtung 
ein komplizierter und aufwendiger Manipulator vorge- 
sehen. Der Manipulator ist mit einem Gegengewicht 

60 ausgestattet, das ein langsames Absenken des Prufkop- 
fes ermoglicht und den Prufkopf in einer austarierten 
Priifstellung halt. Daher ist es schwierig, eine gute 
Dampfungsisolation der Vorrichtung zur Aufnahme, 
Halterung und Positionierung des Wafers und der Pruf- 

65 einrichtung durchzufiihren. Eine derartige Dampfungs- 
isolation der Vorrichtung ist aber fiir eine exakie Abta- 
stung der einzelnen integrierten Schaltkreise zwingend 
notwendig. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vor- 
richtung zur Aufnahme, Halterung und Positionierung 
eines Wafers zum Zwecke einer elektronischen Quali- 
tatsprflfung zu entwickeln, die eine geringere BaugrdBe 
und ein geringeres Gewicht aufweist, und bei der der 
Wafer einfach und erschutterungsfrei derart gehaltert 
werden kann, daB die integrierten Schaltkreise ohne 
groBen Manipulatoraufwand mit der Priifeinrichtung 
konnektiert werden konnen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst, 
daB der Justiertisch eine im wesentlichen vertikal ange- 
ordnete, verfahrbare und verkippbare Anlageflache auf- 
weist, an der der Wafer in der Proposition anliegt und 
durch eine Halteeinrichtung gehaltert ist, und daB am 
Rand der Anlageflache verschiebbare und Teile des Wa- 
fers umgreifende Klamrnern zur zusatzlichen Halterung 
und/oder Sicherung des Wafers vorgesehen sind. 

Da die Anlageflache vertikal angeordnet ist, kann ei- 
ne verfahrbare Pruf einrichtung mit einem seitlich in Hd- 
he des Justiertisches angebrachten Prufkopf an die Vor- 
richtung zur Aufnahme, Halterung und Positionierung 
des Wafers herangefahren werden, so daB der Prufkopf 
die integrierten Schaltkreise kontaktieren kann. Dabei 
stehen sowohl die Vorrichtung als auch die Prufeinrich- 
tung gedampft auf einer Absteilflache auf. Dies hat den 
Vorteil, daB der schwere Prufkopf nicht mehr auf dem 
Justiertisch aufliegen muB. Dicke und Gewicht des Ju- 
stiertisches kdnnen vorteilhafterweise geringer ausge- 
bildet werden, da dieser nicht rnehr das Gewicht des 
gesamten Priifkopfes, der bis zu 500 kg wiegen kann, 
aufnehmen muB. Die Vorrichtung und die Priifeinrich- 
tung konnen einzeln und voneinander unabhangig ge- 
genuber Trittschail oder anderen Schwingungsanregun- 
gen isoliert werden. 

Da der Prufkopf durch die vertikal ausgerichtete An- 
lageflache der Vorrichtung zur Aufnahme, Halterung 
und Positionierung nicht mehr auf dem Justiertisch auf- 
liegen rnuB, wird die Handhabung der Priifung der inte- 
grierten Schaltkreise, die unter Reinstraumbedingungen 
durchgefuhrt werden mussen, deutlich erleichtert, in- 
dem der komplizierte und aufwendige Manipulator 
nicht mehr notwendig ist. 

Sowohl die Vorrichtung zur Aufnahme, Halterung 
und Positionierung als auch die Priifeinrichtung weisen 
eine geringere BaugrSBe auf, so daB sich der Platzbe- 
darf gegeniiber der bekannten Vorrichtung und Priif- 
einrichtung auf bis zu ein Viertel des ursprunglichen 
Platzbedarfes reduziert 

Da keine schweren Vorrichtungsteile bewegt werden 
miissen, kdnnen die Vorrichtung und die Priifeinrich- 
tung kleiner und mit einem geringeren Gewicht, ausge- 
bildet werden, so daB auch kleinere Geblaseeinrichtun- 
gen oder Luftungseinrichtungen in den Geraten einge- 
baut werden konnen. Dies wirkt sich ebenfalls vorteil- 
haft fur Reinstraumbedingungen aus. 

Aufgrund des geringeren Gesamtvolumens der Vor- 
richtung und der Priifeinrichtung reduziert sich der 
Energiebedarf sowohl innerhalb der Apparatur selbst 
als auch fur die Klimatisierungs- und Konditionierungs- 
einrichtungen des Reinstraumes, in welchem die Appa- 
ratur betrieben wird. Damit wird insbesondere auch ei- 
nes der Hauptprobleme bei der Konditionierung des 
Reinstraumes, namlich unkontrollierte Warmeabstrah- 
lung und nicht kontrollierbare Luftzirkulation, wesent- 
lich entscharft 

An dem Rand der Anlageflache konnen sich vorzugs- 
weise drei im Winkel von 120° angeordnete flache 
schmale Klamrnern befinden, die von einer Feder nach 
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oben gedruckt werden und sich schrag Qber den Wafer 
schieben, wenn der Wafer zusatzlich gehaltert oder ge- 
sichert werden muB. Dies kann z. B. dann der Fall sein, 
wenn die Halterung des Wafers durch die Halteeinrich- 
5 tung nicht ausreichend moglich ist 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
ist der Justiertisch von der Steuereinrichtung getrennt 
angeordnet. Dies hat den Vorteil, daB der Justiertisch 
von der Steuereinrichtung vollig entkoppelt und nur 

10 iiber wenige Steuerleitungen mit der Steuereinrichtung 
verbunden ist. Die Steuereinrichtung bildet eine eigen- 
standige separate Einheit, die ggfs. relativ weit vom Ju- 
stiertisch angeordnet werden kann. Die in der Steuer- 
einheit untergebrachte Geblaseeinrichtung zur Kiih- 

15 lung der elektronischen Bauteile der Steuereinrichtung 
ist weit entfernt von dem zu testenden Wafer angeord- 
net und kann die Testergebnisse nicht negativ beeinflus- 
sen. Es finden keine Luftbewegungen durch die Gebla- 
seeinrichtung im Reins traumbereich statt, und die ther- 

20 mische Emission durch die Steuereinrichtung kann 
ebenfalls verringert werden. 

Es ist ebenfalls bevorzugt, daB der Justiertisch kuhl- 
bar und/oder beheizbar ist. Dadurch konnen die inte- 
grierten Schaltkreise bei unterschiedlichen Temperatu- 

25 ren belastet und getestet werden. Es kann daher gepriift 
werden, ob Fehler der integrierten Schaltkreise bei be- 
stimmten Temperaturen auf treten. 

Bei einer anderen Ausfuhrungsform umfaBt die Hal- 
tereinrichtung zur Halterung des Wafers an der Anlage- 

30 flache des Justiertisches eine Ansaugvorrichtung zum 
Ansaugen des Wafers mittels Unterdruck- Durch den 
Unterdruck kann der Wafer an der Anlageflache beson- 
ders einfach und gleichmaBig gehalten werden. Wenn 
der Unterdruck nachlaBt, werden die Klamrnern am 

35 Rand der Anlageflache iiber Teile des Wafers gescho- 
ben. Die Steuerung der Klamrnern kann beispielsweise 
mit einem Sensor fur den Unterdruck verbunden sein, so 
daB die Klamrnern bei nachlassendem Unterdruck auto- 
matisch ein Herabf alien des Wafers verhindern. Die Si- 

40 cherung der Klamrnern setzt beispielsweise auch bei 
Stromausfall ein. 

Wenn Schrittrnotoren mit Servoantrieb zum Ver- 
schieben des Justiertisches vorgesehen sind, ist eine Po- 
sitionierung des an der Anlageflache des Justiertisches 

45 anliegenden Wafers mit hoher Positioniergenauigkeit 
von < 5 pjn moglich. 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist 
ein hydraulischer und pneumatischer Antrieb des Ju- 
stiertisches vorgesehen. Die Positionierung des Justier- 

50 tisches erfolgt dabei uber Kugelumlaufspindeln und 
Fuhrungen des Positioniertisches mittels Prismen oder 
Trapezfiihrungen. Der hydraulische und pneumatische 
Antrieb hat den Vorteil, daB im Vergleich zu Servomo- 
toren nur eine geringe Warmeabgabe an die Umgebung 

55 erfolgt. Es entstehen keinerlei elektrische oder magne- 
tische Felder in der Nahe des Prufkopfes der Prufein- 
richtung. Wenn der Justiertisch zur Bewegung in 
Z-Richtung einen Druckzylinder aufweist, wird die 
Krafteinleitung auf den Justiertisch durch den Prufkopf 

60 verbessert und eine Verbiegungsneigung des Justierti- 
sches vermindert. 

Bei einer weiteren Variante weist die Steuerungsein- 
richtung eine separate Bedienungseinrichtung auf. Dies 
hat den Vorteil, daB mehrere Vorrichtungen zur Auf- 

65 nahme, Halterung und Positionierung eines Wafers 
durch die separate Bedienungseinrichtung gesteuert 
werden konnen. Beispielsweise kann ein Computer oder 
eine Workstation der Bedienungseinrichtung vorgese- 
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hen sein. Diese kann ggfs. auBerhalb des Reinstraumes 
stehen, so daB eine vollautomatische Steuerung des 
Vorgange innerhalb des Reinstraumes moglich wird. 

Bevorzugt ist es auch, daB die in der Ladeeinrichtung 
aufgenommenen Wafer vertikal nebeneinander aufge- 
stellt und von dort uber eine Transporteinrichtung an 
den Justiertisch iiberfuhrbar sind. Die Wafer stehen vor- 
teilhafterweise auf Randflachen auf, die nicht Bestand- 
teil der integrierten Schaltkreise sind. Daher konnen die 
integrierten Schaltkreise durch die aufgestellten Wafer 
nicht beschadigt werden. 

Wenn die Wafer in der Ladeeinrichtung parallel zur 
Ebene der Anlageflache des Justiertisches angeordnet 
sind, mussen die Wafer nicht gedreht werden, um von 
dem Justiertisch aufgenommen zu werden. 

Bei einer Weiterbildung der Ladeeinrichtung umfaBt 
die Ladeeinrichtung rotierbare Kassetten zur Aufnah- 
me von Wafern. Dabei sind mehrere Kassetten vertikal 
ubereinander angeordnet und bilden einen Turm. Die 
Rotation der Kassetten, in denen zu untersuchende Wa- 
fer aufbewahrt werden, kann beispielsweise nach Art 
eines "Paternosters" erfolgen. 

Weiterhin ist es bevorzugt, daB an der Ladeeinrich- 
tung verschiedene Kennzeichnungscodes, insbesondere 
automatisch lesbare Codes, wie z. B. Bar-Codes, Ma- 
gnetcodes usw., zur Unterscheidung der aufbewahrten 
Wafer angebracht sind. Dies ermoglicht einen schnellen 
Zugriff auf einen ausgewahlten und zu prufenden Wa- 
fer. 

Die Schneiiigkeit des Zugriffs auf einen ausgewahlten 
Wafer kann noch dadurch erhoht werden, wenn eine 
Vorjustiereinrichtung zur raumlichen Ausrichtung des 
Wafers in der Ladeeinrichtung vor der Obergabe des 
Wafers an den Justiertisch vorgesehen ist 

Zur Oberwachung der raumlichen Ausrichtung des 
Wafers in der Ladeeinrichtung weist die Justiereinrich- 
tung bei einer Ausfuhrungsform ein optisches Erfas- 
sungssystem fur die Position des Wafers und bei einer 
anderen Ausfuhrungsform ein kapazitives Erfassungs- 
system fur die Position des Wafers auf. 

Die Qualitat der Pruning des Wafers durch die erfin- 
dungsgemaBe Vorrichtung und die Moglichkeit der voll- 
automatischen Steuerung kann noch weiter dadurch 
verbessert werden, daB die Oberwachungseinrichtung 
zur Kontrolle der Priifposition des Wafers an ein Bild- 
verarbeitungssystem mit integrierter Videokamera an- 
geschlossen ist 

Weitere Vorteile ergeben sich aus der Beschreibung 
der beigefugten Zeichnung. Ebenso konnen die vorste- 
hend genannten und die noch weiter aufgefuhrten 
Merkmale erfindungsgemaB jeweils einzein oder in be- 
Iiebigen Kombinationen miteinander verwendet wer- 
den. Die erwahnten Ausfuhrungsformen sind nicht als 
abschlieBend zu verstehen, sondern haben vielmehr bei- 
spielhaften Charakter. 

Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und 
wird anhand eines Ausfiihrungsbeispiels naher erlautert 
Es zeigen: 

Fig. 1 eine Vorderansicht der erfindungsgemaB en 
Vorrichtung zur Aufnahme, Halterung und Positionie- 
rung eines Wafers; 

Fig. 2 eine Draufsicht der Vorrichtung nach Fig. 1 ; 

Fig. 3 eine Vorderansicht- des Justiertisches der Vor- 
richtung nach Fig. 1 ; 

Fig. 4 eine an dem Justiertisch angeordnete Klammer 
zur zusatzlichen Sicherung des Wafers im eingefahre- 
nen Zustand; 

Fig. 5 die Klammer nach Fig. 4 im zur Sicherung des 



Wafers ausgefahrenen Zustand; 

Fig. 6 eine Vorderansicht einer Vorrichtung zur Auf- 
nahme, Halterung und Positionierung eines Wafers und 
eine Priifeinrichtung des Standes derTechnik; und 
5 Fig. 7 eine Draufsicht auf die Vorrichtung und Priif- 
einrichtung des Standes der Technik nach Fig. 6. 

Die einzelnen Figuren in der Zeichnung zeigen den 
erfindungsgemaBen Gegenstand teilweise stark sche- 
matisiert und sind nicht maBstablich zu verstehen. 
io Fig. 6 zeigt eine Vorrichtung 10 zur Aufnahme, Halte- 
rung und Positionierung eines Wafers, der auf eine hori- 
zontal ausgerichtete Auflageflache eines Justiertisches 
11 aufgelegt werden kann. Die Lage des Justiertisches 
11 ist einer Vorderansicht normalerweise nicht zu ent- 
15 nehmen, da er leicht versenkt in der Vorrichtung 10 
angeordnet ist Die Lage des Justiertisches 11 wurde 
deshalb lediglich angedeutet Die Vorrichtung 10 um- 
faBt weiterhin Netzteile fiir eine Steuerelektronik, Pro- 
zessoreh und eine # Steuereinrichtung. Ober eine Lade- 
20 station 13 konnen Wafer aus einer Kassette 14, die seit- 
lich zu dem Justiertisch 11 angeordnet ist, geladen wer- 
den. Die Position eines Wafers auf der Auflageflache 
des Justiertisches. 11 ist uber eine Oberwachungsein- 
richtung 15 kontrollierbar. Integrierte Schaltkreise des 
25 auf dem Justiertisch 11 liegenden Wafers konnen uber 
einen Prufkopf 16 einer Priifeinrichtung auf Fehler und 
Storungen untersucht werden. Zur Bewegung des Pruf- 
kopf es 16 ist ein Manipulator 17 vorgesehen, an dem ein 
Manipulatorarm i8 schwenkbar und in vertikaler Rich- 
30 tung verfahrbar angeordnet ist Der Manipulatorarm 18 
tragt einenends den Prufkopf 16 und ist anderenends 
mit einem Gegengewicht 19 verbunden. Das Gegenge- 
wicht 19 dient zur Austarierung des Manipulatorarms 
18, da der Prufkopf 16 ein groBes Gewicht aufweist 
35 Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf die Vorrichtung 10 
und die Prufeinrichtung nach Fig. 6. Die Vorrichtung 10 
zur Aufnahme, Halterung und Positionierung umfaBt 
einen Justiertisch 11, auf dessen Auflageflache 20 ein 
Wafer positioniert aufliegen kann. Uber eine Halteein- 
40 richtung 21 kann ein Wafer mittels Unterdruck ange- 
saugt und gehaltert werden. 

Daruber ist der in der Figur transparent dargestellte 
Prufkopf 16 der Priifeinrichtung angeordnet Der Pruf- 
kopf 16 ist mit Manipulatorarmen 18 verbunden, die an 
45 einem Manipulator 17 schwenkbar und verfahrbar befe- 
stigt sind. Zum Ausgleich des schweren Prufkopfes 16 ist 
das Ausgleichsgewicht 19 vorgesehen. Um einen aufge- 
legten Wafer zu testen und auf Fehler zu untersuchen, 
wird der Prufkopf 16 abgesenkt, bis der Prufkopf 16 auf 
so der Vorrichtung 10 aufliegt 

Aus den Kassetten 14 konnen iiber die Ladestarion 13 
Wafer geladen und zum Justiertisch 11 transportiert 
werden, um sie zu testen. 

Samtliche Vorgange der Vorrichtung 10 sind iiber die 
55 Oberwachungseinrichtung 15 kontrollierbar. Ober eine 
Anzeigevorrichtung 22, eine Tastatur 23 und einen 
Schalter 24 konnen die einzelnen Vorgange der Vor- 
richtung 10 gesteuert und abgerufen werden. Eine 
Steuereinrichtung 25 ermoglicht eine. Verfahrbarkeit 
eo und Verkippung der Auflageflache 20 des Justiertisches 
11. 

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 30 zur Aufnahme, Halte- 
rung und Positionierung eines Wafers. Die Vorrichtung 
30 weist eine vertikal angeordnete Anlageflache 31 ei- 
65 nes Justiertisches 32 auf, an der ein aus den Kassetten 33 
mit Hilfe einer Ladeeinrichtung 34 geiadener Wafer an- 
liegen und durch einen von einer Halteeinrichtung 35 
erzeugten Unterdruck angesaugt und gehaltert werden 
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kann. Die Kassetten 33 sind ubereinander turmartig an- 
geordnet und nach Art eines "Paternosters" rotierbar. 
Eine Steuereinrichtung 36 dient zur Positionierung, d. h. 
zum Verschieben und Verkippen des Justiertisches 32. 
Die Vorrichtung 30 steht auf Dampfungselementen 37 5 
und ist tiber Fiifie 38, an denen Rollen 39 befestigt sind, 
auf einer Abstellflache 40 verfahrbar. Die Abstellflache 
40 eines Reinstraumes konnte ebenfalls dampfungsiso- 
lierend ausgebildet sein. In einer Ebene unterhaJb der 
Abstellflache 40 sind Steuereinrichtungen 41 getrennt 10 
von der Vorrichtung 30 angeordnet und mit dieser uber 
Steuerleitungen 42 verbunden. In dieser Ebene konnen 
auch weitere Steuereiemente oder beispielsweise Hy~ 
draulikpumpen untergebracht sein. Es ware auch denk- 
bar, die Steuereinrichtungen 41 oder andere notwendi- 15 
ge mit der Vorrichtung- 10 verbundene Gerate in einem 
Nachbarraum unterzubringen. . 

Vor dem Justiertisch 32 ist ein Prufkopf 43 transpa- 
rent und lediglich angedeutet eingezeichnet. 

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht der Vorrichtung 30, an der 20 
seitlich die Ladeeinrichtung 34 zur Aufnahme und La- 
dung eines Wafers aus der Kassette 33 angeordnet ist 
Der Justiertisch 32 der Vorrichtung 30 ist in einer Drauf- 
sicht nicht sichtbar, wurde aber zum besseren Verstand- 
nis der Vorrichtung 30 angedeutet eingezeichnet Der 25 
Justiertisch 32 weist eine senkrechte Anlageflache 31 
auf, vor der der Prufkopf 43 angeordnet ist Die Vorrich- 
tung 30 umfaBt eine Bedienungseinrichtung 44, die von 
der Vorrichtung 30 getrennt angeordnet ist, um die Pru- 
fung der integrierten Schaltkreise eines Wafers nicht zu 30 
storen oder zu beeintrachti gen- 
Fig. 3 zeigt eine vergroBerte Darstellung des Justier- 
tisches 32 und der Anlageflache 31, an der ein Wafer 45 
anliegt Die Halterung des Wafers 45 erfolgt uber die 
hinter dem Wafer 45 angebrachte Halteeinrichtung 35, 35 ✓ 
die in der Fig. 2 gezeigt ist, so. daB der Wafer 45 rnittels 
Unterdruck an die Anlageflache 31 angesaugt wird. 
Klammern 46 sind am Rand der Anlageflache 31 ver- 
schieblich angeordnet und konnen im Bedarfsfali ausge- 
fahren werden,. um den Wafer 45 vor dem HerabfaUen 40 
zu sichern. 

Fig. 4 zeigt die Klammer 46, die im eingefahrenen 
Zustand uber die Anlageflache 31 nicht vorsteht Wenn 
der Ansaugdruck der Halteeinrichtung nachlaBt, so daB 
der Wafer 45 herunterfallen konnte, wird die Klammer 45 
46 ausgefahren und sichert den Wafer 45 vor einem 
HerabfaUen. Ober ein Federelement 47 und ein Stopele- 
ment 48 kann die Klammer 46 aus dem in der Fig/4 
gezeigten Zustand herausgefahren werden. 

Fig. 5 zeigt die Klammer 46 im herausgefahrenen Zu- 50 
stand, so so daB der Wafer 45 nicht herunterfallen kann. 
Ober das Federelement 47 kann die KJammer 46 aus 
ihrer in der Fig. 4 gezeigten Position in die in der Fig. 5 
gezeigte Position uberfiihrt werden. Das Stopelement 
48 begrenzt die Ausfahrbarkeit der Klammer 46. 55 

Die Klammer 46 wird dann herausgefahren, wenn der 
Kontakt des Wafers 45 mit der Anlageflache 31 des 
Justiertisches 32. beispielsweise bei nachlassendem An- 
saugdruck geringer wird. 

60 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung (10; 30) zur Aufnahme, Halterung 
und Positionierung eines Wafers (45) zum Zwecke 
einer elektronischen Qualitatsprufung des eine 65 
Vielzahl von integrierten Schaltkreisen enthalten- 
den Wafers (45) rnittels einer Prufeinrichtung/ 
mit einer Steuerungseinrichtung (25; 36), einer La- 
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deeinrichtung(13;34) zur Aufnahme von mehre: 
insbesondere des aktuell zu priifenden Wafers f- 
und 

einem in drei Dimensionen und vorzugsweise : 
verschiedenen Kippwinkeln verstellbaren Jus:: 
tisch (11; 32) zur Einstellung der Proposition : 
Wafers (45), die von einer Ubenvachungseir.r: 
tung (15) kontrollierbar ist, dadurch gekeimzei. 
net, 

. daB der Justiertisch (32) eine im wesentlichen ve: 
kal angeordnete, verfahrbare und verkippbare .- 
lageflache (31) aufweist, an der der Wafer (45; 
der Priifposition anliegt und durch eine Hake e 
richtung (35) gehahert ist, 

und daB am Rand der Anlageflache (31) verse'-; ; 
bare und Teile des Wafers (45) umgreifende KLc 
mem (46) zur zusatzlichen Halterung und/oder . 
cherung des Wafers (45) vorgesehen sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch geker. 
zeichnet, daB der Justiertisch (32) von der S:e_ 
rungseinrichtung (25) getrennt angeordnet ist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dacu: 
gekennzeichnet, daB der Justiertisch (32) kur_: 
und/oder beheizbar ist. 

4. Priifungs vorrichtung nach einem der vorherr 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet c 
die Halteeinrichtung (35) zur Halterung des Wait 

. (45) an der Anlageflache (31) des Justiertisches [1 
eine Ansaugeinrichtung zum Ansaugen des W=:e 
(45) rnittels Unterdrucks umfaBt. 

5. Priifungs vorrichtung nach einem der vorherr 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichneL : 
Schrittmotoren mit Servoantrieb zum Verschie : 
des Justiertisches (32) vorgesehen sind. 

6. Prufungsvorrichtung nach einem der vorherr 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, f:- 
ein hydraulischer oder pneumatischer Antrieb z 
Justiertisches (32) vorgesehen ist. 

7. Prufungsvorrichtung nach einem der vorherr 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, ii 
die Steuerungseinrichtung (36) eine separate Bee: 
nungseinrichtung (44) aufweist. 

8. Prufungsvorrichtung nach einem der vorherr 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
die in der Ladeeinrichtung (34) aufgenommer. t 
Wafer (45) vertikal nebeneinander aufgestelh ur. 
von dort uber eine Transporteinrichtung an rle 
Justiertisch (32) uberfiihrbar sind. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch geken; 
zeichnet, daB die Wafer (45) in der Ladeeinrichr.r. 
(34) parallel zur Ebene der Anlageflache (31) it 
Justiertisches (32) angeordnet sind. 

10. Prufungsvorrichtung nach einem der vorherre 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
die Ladeeinrichtung (34) rotierbare Kassetten 22 
zur Aufnahme von Wafern (45) umfa3t 

11. Prufungsvorrichtung nach einem der vorherr-:- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, :a 
an der Ladeeinrichtung (33) verschiedene Kenr 
zeichnungscodes, insbesondere auiomatisch 

re Codes, wie z. B. Bar-Codes, Magnetcodes ur- 
zur Unterscheidung der aufbewahnen Wafer 45 
angebracht sind. 

12. Prufungsvorrichtung nach einem der vorherre 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
eine Vorjustiereinrichtung zur raumiichen Ausrch 
tung des Wafers (45) in der Ladeeinrichtung 2-i 
vor der Obergabe des Wafers (34) an den Jusier 
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tisch (32) vorgesehen ist. 

13. Priifungsvorrichtung nach Anspruch 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Vorjustiereinrich- 
tung ein optisches Erfassungssystem fur die Posi- 



14. Priifungsvorrichtung nach Anspruch 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Vorjustiereinrich- 
tung ein kapazitives Erfassungssystem fur die Posi- 
tion des Wafers (45) aufweist 

15. Prufungsvbrrichtung nach einem der vorherge- io 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Oberwachungseinrichtung an ein Bildverarbei- 
tungssystem angeschlossen ist. 
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